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国家科技重大专项 

核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品 

 

课题阶段划分指南 

 

1. 适用范围 

本指南将课题任务按其实施过程，从“前期积累阶段”到“产业化应用阶段”共分解为

9 个阶段，定义了各个阶段名称、各阶段主要工作内容。本指南适用于“核高基”重大专项

的组织实施。 

针对集成电路芯片设计、软件产品类课题，制订了更为详尽的各阶段工作内容细分及其

对应的阶段成果及检查项。用于《课题申报指南》中对任务目标定义、《课题申报书》评审、

《课题可行性研究报告》的进度计划编制、课题实施过程控制等。结合其他方法，也可用于

课题风险及绩效评估。 

本指南对于课题承担单位为提高自身管理效率、完善现有质量管理体系也有借鉴意义。 

2. 编制依据 

 本指南编制的主要依据是《“核高基”重大专项课题管理办法》及相关细则，借鉴了美

国 NASA 制订的“技术就绪水平”(Technology Readiness Levels, TRL)以及美国国防部的技

术成熟度评价标准。本指南中还引用了《软件项目成熟度模型》（SJ/T 11235-2001）和《工

作分解结构（WBS）实施标准》（美国项目管理协会）的相关内容。 

3. 术语和定义 

3.1 工作分解结构（WBS）及 WBS 分支 

为更清晰识别项目（课题）组成与范围，便于实施管理，把项目（课题）分解成分层次

的分任务（子任务），统称为一个“工作分解结构”（work breakdown structure，简称 WBS。）

构成“工作分解结构”的分任务（子任务）称为 WBS 分支。 
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3.2 课题任务 

课题任务是指为了完成规定的目标所必须执行的工作，应规定考核指标并编制进度和预

算。由多项任务构成的课题应进行分解。 

3.3 课题任务分解 

通常按照各个联合单位的分工，将课题（任务）分解到分课题（分任务），分课题（分

任务）承担单位还可以根据需要细分到子课题（子任务）。独立承担的课题（任务）通常直

接分解到子课题（子任务）。 

3.4 课题任务阶段划分 

根据课题任务实施进展的典型特征（阶段成果及检查项），将一个较为复杂的过程划分

出几个适当的、便于识别的阶段（简写为 JD）。 

3.5 阶段成果和检查项 

阶段成果是指课题任务实施过程中产生的中间成果，阶段考核时必须提交的、可验证的

产品、部件、过程文件或提供服务的能力。检查项是指证明阶段成果的文档、代码或实物、

原型等。 

3.6 已有技术 

课题承担单位具有所有权的、已成功应用于本单位或外单位现有产品的、可直接或经过

简单改进便能应用于本次课题任务的某个或某些 WBS 分支的技术、专利或功能模块。软件

成熟度模型中称之为“复用”。 

3.7 创新技术 

针对本次课题任务的某个或某些 WBS 分支，课题承担单位准备研发、创新的技术、专

利或功能模块。软件成熟度模型中称之为“制造”或“开发”，研究类课题中通常称之为“原

创”。 

3.8 外来技术 

针对本次课题任务的某个或某些 WBS 分支，课题承担单位采用购买、合法授权使用等

方式，使用其他方拥有的技术、专利或功能模块。软件成熟度模型中称之为“购买”或“移

植”，研究类课题中通常称之为“引用”。 

3.9 实验室环境 

本指南的实验室环境是指：为完成课题任务模块开发和集成开发，将模型/算法获得局部

设计结果，或是将多类技术集成而借助的工具、条件或手段。通常对集成电路芯片设计而言，

实验室环境是指借助 EDA 系统进行模块设计或芯片设计的开发环境；对于软件产品而言，

实验室环境是指模块编程或系统原型的开发环境。 

3.10  仿真环境 

本指南的仿真环境是指：在实验室环境获得成果的基础上，为完成课题任务模块开发和

集成开发，进行更高精度的设计验证而依托的工具、条件或手段。通常对集成电路芯片设计
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而言，仿真环境是指借助 FPGA 或版图参数提取的验证环境；对于软件产品而言，仿真环

境是指原型开发基础上的编码、测试的环境。 

3.11  模拟环境 

本指南的模拟环境是指：在制造或组装获得的中精度阶段成果（初样）基础上，为实现

向高精度阶段成果转化而建立的、接近实际环境要求的评估环境。通常对集成电路芯片设计

而言，模拟环境是指 PCB 板级解决方案测试验证环境；对于软件产品而言，模拟环境是指

在有限范围内发布内部测试版（α版）和改进完善的环境。 

3.12  实际环境 

本指南的实际环境是指：在模拟环境产生结论的基础上，提交初始用户试用、改进和完

善，形成“高精度成果”而依托的工具、条件或手段。通常对集成电路芯片设计而言，实际

环境是指 PCB 板级解决方案提交初始用户试用并完成设计定型的环境；对于软件产品而言，

实际环境是指发布友好用户测试版（β版）并完成商业版定型的环境。 

3.13  低精度 

    在实验室环境下，借助计算工具、经验、公式、模型来推算、设计出的阶段成果所对应

的精度水平。 

3.14  中精度 

    阶段成果的精度水平介于低精度成果和高精度成果之间，通常在仿真环境下完成。 

3.15  高精度 

    在模拟环境下，符合用户的实际应用需求的阶段成果所对应的精度水平。 

3.16  初始用户 

和课题承担单位具有紧密的合作伙伴关系，在课题任务的研制过程中密切配合，且核心

技术相互协议开放，是课题阶段成果的最初验证、试用和批量使用的个人或组织。 

3.17  扩展用户 

初始用户以外的客户群。 

3.18  目标市场容量 

目标市场容量是指课题成果所对应的、课题实施期内可识别的、实际应用的市场规模。 

4.  阶段描述 

4.1  阶段 1（前期积累阶段，JD1） 

通过前期研究，取得的成果和形成的积累。 

本阶段是对与课题任务相关的技术领域所做的前期准备。在某类产品的部分专业领域进

行前期研究、取得部分研究成果、形成一定的技术积累。收集相关技术领域学术论文、资料；

研究、发掘可实用化技术，发表论文、专著；深入研究形成专利，部分获得应用。 
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4.2  阶段 2（总体设计阶段，JD2） 

提出课题任务的总体设计方案。 

本阶段要求运用各项已有积累、成果和待创新技术进行课题任务总体设计。根据课题任

务，分解各类技术的基本模块。评估已有技术和外来技术，明确创新技术的实现方案，提出

技术集成方案，形成课题技术路线。 

4.3  阶段 3（创新设计阶段，JD3） 

创新模块的正式开发和验证。 

本阶段要求在实验室环境中，对确定的创新技术模块进行开发、验证；并在仿真环境中，

对实验室环境验证后的结果做进一步分析、验证，实现低精度创新模块。 

4.4  阶段 4（集成设计阶段，JD4）  

集成方案的正式开发和验证。 

本阶段要求在实验室环境中，对已有技术、创新技术、外来技术等各类技术模块进行集

成设计和验证，并在仿真环境中，对实验室环境验证后的结果做进一步分析、验证，实现低

精度集成设计阶段成果。 

4.5  阶段 5（初样形成阶段，JD5） 

低精度阶段成果向中精度阶段成果（初样）转化。 

本阶段要求对仿真环境验证后的结果进行制造或组装，形成初级样品。 

4.6  阶段 6（评估改进阶段，JD6） 

中精度阶段成果（初样）向高精度阶段成果（正样）转化。 

本阶段要求在模拟环境中评估、完善初级样品，达到正式样品，接近实际应用。 

4.7  阶段 7（应用验证阶段，JD7） 

满足初始用户的实际应用，完成设计定型。 

本阶段要求初始用户对正样在实际环境中进行验证，满足少量用户的应用需求，应用方

案确定。 

4.8  阶段 8（小批量应用阶段，JD8）  

满足扩展用户的实际应用，完成生产定型。 

本阶段要求扩展用户在实际应用环境中，修改、完善初始用户应用方案，并对应用方案

通过认证。 

4.9  阶段 9（产业化应用阶段，JD9）  

实现产业化，完成课题任务。 

本阶段要求在实际环境中，针对目标市场容量，课题成果达到了产业化考核指标的要求，

实现大规模应用。 
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《课题阶段划分》 
阶段 名称 阶段主要工作内容 

JD1 前期积累阶段 
通过前期研究、取得成果、形成积累。 

收集论文、资料；研究、发表论文、专著；形成专利，取

得应用。 

JD2 总体设计阶段 

提出课题任务的总体设计方案。 

运用已有积累、成果和准备创新技术进行总体设计。分析

已有技术、创新技术和外来技术，分类评估；明确创新技术

的实现方案；提出技术集成方案可行性。 

JD3 创新设计阶段 
创新模块的正式开发和验证。 

在实验室环境中，对确定的创新模块进行开发、验证；在

仿真环境中，对实验室环境验证后的结果进一步分析、验证。

JD4 集成设计阶段 
集成方案的正式开发和验证。 

在实验室环境中，对各类模块进行集成设计，实现低精度

阶段成果。 

JD5 初样形成阶段 

向中精度阶段成果（初样）转化。 

对仿真环境验证后的结果进行制造或组装，形成初级样

品。 

JD6 评估改进阶段 
向高精度阶段成果（正样）转化。 

在模拟环境中评估、完善初级样品，达到正式样品，接近

实际应用。 

JD7 应用验证阶段 

满足初始用户的实际应用。 

初始用户对正样在实际环境进行验证，满足应用需求，

应用方案确定。（设计定型） 

JD8 小批量应用阶段 
满足扩展用户的实际应用。 

扩展用户在实际环境中对应用方案通过认证。（生产定型）

JD9 产业化应用阶段 
实现产业化，完成课题任务。 

在实际环境中，完成产业化考核，实现大规模应用。 

 



6 

5. 包含内容 

在通用的《课题阶段划分》指南基础上，根据“核高基”重大专项实施任务，本指南首

先针对集成电路芯片类、基础软件产品类的特点，制订相应任务的课题阶段划分规范，以支

撑课题实施管理的需要。 

5.1  《集成电路芯片类课题阶段划分规范》：适用于由集成电路芯片设计单位承担“核

高基”重大专项课题，涵盖了从需求分析、模块开发、产品设计、流片验证、提交板级参考

设计方案、实现芯片批量销售的实施过程，具体要求详见附录 1。 

5.2  《基础软件产品课题阶段划分规范》：适用于由软件企业承担“核高基”重大专项

课题，涵盖了从需求提出、软件设计、开发、编码、测试、交付运行、版本维护、最终实现

基础软件产品批量销售的实施过程，具体要求详见附录 2。 

5.3  其他类型课题的阶段划分规范待具备条件后，择时发布。 

 


